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Abstract not available for DE2657212 
Abstract of corresponding document: GB1561620 
The printed circuit board is produced by pressing 
rigid and flexible individual layers (3 1) To 

JhTnri^f rigid ° uter ,a y er (3) in that area (6) of 
the printed circuit board which is required to be 
flexible grooves (4,5) are made on the inside of 
the rigid outer layer (3) before pressing and on its 
outside after the conductor pattern (8a) has been 
produced and the part (6a) of the rigid outer layer 
(3) between the grooves (4,5) is broken out. In 

EUSf' f J eXible area (6) of the P rinted cf rcuit 

. e u ably and ex P edi ently covered and 
uncontrollable positional errors in the coverinq 
are eliminated. 19 
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PATENTANS PRtiCHE 



Verfahren zur Herstellung starr-f lexibler Leiterplatten 
mit einer Oder mehreren Einzellagen durch Verpressen von 
starren und flexiblen Einzellagen mit Hiife von im flexibel 
gewiinschten Bereich ausgesparten Verbundfolien, wobei nur 
die eine oder beide Aussenlagen aus starren Tragern be- 
stehen, und Entferhen der starren Aussenlagen in den flexibel 
gewiinschten Bereich en, dadurch gekon nzjejjihngj;, dass zur Ent- 
fernung der starren Aussenlagen in diesen Bereichen ent- 
lang den Trennlinien zwischen starren und flexiblen Teilen 
der Leiterplatte auf der Innenseite der starren Aussenlagen 
vor dem Verpressen und auf deren Aussenseite nach Ausbildung 
der Leiterbilder Nuten hergestellt und die Bereiche zwischen 
den Nuten herausgebrochen werden . 

Verfahren nach Anspruch 1, da^r^h_gekeimzej^ dass die 
zu entfernenden Bereiche der Aussenlagen durch entsprech end e 
Einstellung der Nutentiefen erst nach dem BestUcken und Loten 
herausgebrochen werden. 

3. Verfahren nach den AnsprUchen 1 und 2, dad urch gekennzeichnet . 
dass in die ausgesparten Bereiche der Verbundfolie eine 
Trennungsfolie eingelegt wird. 



2. 



Frankfurt/Main, 15. 12. 1976 
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Verfahren zur Herstellung starr-f lexibler Leiterplatten 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung starr- 
flexibler Leiterplatten mit einer Oder mehreren Einzellagen, 
wobei die Leiterplatten starre und flexible Bereiche neben- 
einander aufweisen, durch Verpressen von starren und flexiblen 
Einzellagen mit Hilfe von Verbundf olien und Entfernen der 
starren Einzellagen in den flexibel gewiinschten Bereichen. 

Die rasche Entwicklung der Leiterpla ttentechnologie fiihrte 
von einseitigen Leiterplatten zur zvreiseitig, durchkontaktierten 
Leiterplatte, zur Mehrlagenschaltung und zur flexiblen Sehaltung. 
Aufeinander abgestimmte starre und flexible Tragermaterialien, 
verpresst rait Verbundf olien, ermoglichen neuerdings durch be- 
reichsweises Entfernen der starren Tragerteile die Fertigung 
gedruckter Sehaltung en mit starren und flexiblen Bereichen 
als eine Schaltungseinhei t , starr-f lexible Leiterplatte ge- 
nannt, unabh&ngig von der Anzahl der Schaltungsebenen. 

Die starr-flexible Leiterplatte ist aus starren und flexiblen 
Einzellagen aufgebaut, die mit Hilfe von Verbundfo lien mitein- 
ander fest verklebt werden. Es handelt sich hierbei um unbieg- 
same und biegsame Isolationstrager mit ein- oder zweiseitiger 
Kupf erkaschierung . Die Form der starren Lagen legt den starren 
Teil der Sehaltung fest. Die flexiblen Lagen fuhren aus dem 
starren Teil heraus und bilden die flexiblen Schal tungsbe- 
reiche, die weitere Teile der Sehaltung miteinander verbinden 
oder die Verbiridung zu externen Baugruppen herstellen. Die - 
elektrische Verbindung der einzelnen Lagen unt er einander v/ird 
in Form von me tallisier ten Boh-ungen hergestellt. 

- 2 - 
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Die starr-f lexiblen Leiterplatten werden bisher so hergestellt, 
dass vor dem Laminieren der Einzellagen zur Gesamtschaltung in 
den Nutzen der starren Aussenlagen ein Ausbruch hergestellt wird 
in der Grbsse und entsprechend der gewiinschten Lage des flexiblen 
Teils der starr-f lexiblen Lei terplatte . Nach dem Laminieren 
miissen diese Ausbriiche w&hrend des weiteren Fertigungsprozesses 
hermetisch abgedeckt werden, um Metallisierungen auf dem flexiblen 
Teil und dem Ubergang zum starren Teil zu verhindern. Diese Ab- 
deckung ist aufwendig und teuer, wobei trotz grosser Sorgfalt 
Pehler auftreten konnen, die zu einem irreparablen Ausschuss 
ftthren, da mangelhafte Dichtigkeit und Lagefehler der Abdeckung 
nicht auszuschliessen sind. Die geringe Haf tf estigkei t der Kupfer- 
abscheidung auf der Abdeckung kann weitere Fertigung sschri tte 
durch lose Partikel dariiberhinaus empfindlich stbren. 

Maschinelles Bestiicken und Lbten setzen im allgemeinen starre 
Leiterplatten voraus. Fiir die Weiterverarbeitung starr-f lexibler 
Leiterplatten miissen daher im allgemeinen bisher fiir jeden 
Sohaltungstyp spezielle Vorrich tungen eingesetzt werden, Ausser- 
dem empfiehlt es sich, den flexiblen Teil auch wShrend des Lbt- 
vorganges abzudecken. 

Der Erfindung liegt daher die Auf gabe zugrunde, ein Verfahren 
zur Herstellung starr-f lexibler Leiterplatten mit einer Oder 
tuehreren Einzellagen zu schaffen, das es ermtfglicht, den flexiblen 
Teil bei den weiteren Fertigungsschri tten sicher und rationell 
abzudecken und unkontrollierbare Lagefehler der Abdeckung aus- 
zuschliessen. 

Diese Auf gabe wurde dadurch gelost, dass man starre und flexible 
Einzellagen mit Hilfe von im flexibel gewiinschten Bereich ausge- 
sparten Verbundfolien verpresst, wobei nur die eine Oder beide 

~ 3 - 



809825/0280 



2657212 



Aussenlagen aus starren Tragern bestehen, und die starren 
Aussenlagen in den flexibel gewiihschten Bereichen entfernt, 
wobei erfindungsgemass zur Entfernung der starren Aussen- 
lagen in diesen Bereichen entlang den Trennlinien zwischen 
starren und flexiblen Teilen der Leiterplatte auf der Innen- 
seite der starren Aussenlagen vor dem Verpressen und auf deren 
Aussenseite nach Ausbildung der Leiterbilder Nuten hergestellt 
und die Bereiche zwischen den Nuten herausgebrochen werden. 

Vor dem Verpressen der Einzellagen wird in den starren Aussen- 
lagen auf der der flexiblen Lage zugewendeten Seite (innen- 
seite) entlang der Trennungslinie voin starren und flexiblen 
Teil der Schaltung eine Nut hergestellt, wobei die Nuttiefe • 
so gewahlt wird, dass die Aussenseiten dieser Lagen unver- 
letzt bleiben. Die Verbundfolie , mit deren Hilfe die Einzel- 
lagen verklebt werden, wird iiber den flexiblen Teil der Schal- 
tung ausgeschnitten, so dass eine Verklebung der starren 
Aussenlage tiber dem zukUnftigen flexiblen Teil nicht erfolgt. 
Bei Verwendung von Kleberf olien, die wahrend des Verpressens 
fliessen, kann der Kleberaus tritt auf den flexiblen Teil vor- 
teilhaf terweise durch Einlegen von Trennf olien in die AusbrUche 
der Verbundfolie vermieden werden. Die Ausrichtung der Einzel- 
lagen zueinander und der Leiterbilder zur Nut erfolgt mit Hilfe 
von Positionierungsstiften. 

Die Einzellagen der nach diesem Verfahren laminierten Nutzen 
sind uberall, speziell in den Randzonen, verklebt, ausser im 
flexiblen Teil der Schaltung. Der flexible Teil ist somit 
hermetisch abgeschlossen und der Nutzen weist eine geschlossene 
Oberflache der Aussenlagen auf, die es erlaubt, den Nutzen 
in der gleichen, wirtschaf tlichen tfeise weiter zu bearbeiten, 
die bei der Herstellung starrer Leiterplatten Ublich ist. 

- k - 
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Nach der Ausbildung der Leiterbilder auf den Aussenlagen wer- 
tlLZ He : StellUng 6ines saube -n Ooergangs vo* starren zu m 
flexxblen Teil der Sehaltung erneut entlang der Trennungslinien 
vo. starren zu» flexiblen Teil Nuten ausgebildet. Da auf der 

«rT?! Starrep AUSS6nlagett an dieser Stelle bereits 

eine Nut bestebt, kann die Nuttiefe so eingestellt werden, dass 

kann T 7* ^ fl6Xiblen ^ sieber ausgesehlossen werden 
kann Naoh den, Konturenschnitt der Sehaltung fallt der starre 
Texl der Aussenlage Uber dem flexiblen Teil heraus oder kann 
lexcht von den, flexiblen Teil abgezogen werden. 

Eine vorteilhafte Weiterbi Idung der Erfindung bestebt darin, dass 
be lm Nuten auf der Aussenseite die Aussenlage niebt vollstMndig 

fle'xbLTT 7! ^ ^ *" ^ *~ .^r dl 

flexxblen Texl durcb stage bzw. durch die stehengebliebene 

verbal de ; i AUSSOntrSgers rait *- barren Teil der Sebaltung 

IZTIITa^T AUSSenlage - "-men Teil dient 

dann als Abdeekung und Versteifung der starr-flexiblen Leiter- 
Platte die dadureh ohne besondere Vorrxehtungen bestuekt und 
gelotet werden kann. 

Die Abdeekung la Ss t : sieb bei Bedarf leiebt an der Perforation ab- 
brechen und heraus Ibsen. 

Zur naheren Erlauterung d es erfindung sge m kssen Verfahrens wird 
exn AusfUhrungsbeispiel anhand der Abbildungen I bis VI be 
sonrxeben, wobei Abbildung I eine sen ematisohe Draufsieht auf 
exne Leiterplatte und Abbildung II einen seheaatischen Langs- 
sehnxtt vor Ausbildung der Leiterbilder, Abbildung in eill e 
seben.atisoheDraufsicht. und Abbildung IV einen sehenatischen 
Langsschnitt naoh Ausbildung der Leiterbilder zeigt, wobei 
dxese Leiterplatte nur eine starre Aussenlage aufweist. Die 
Abbxldungen V und.VI zeigen analog eine Leiterplatte mit zwei 
starren Aussenlagen. 
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Der in Abbildung I uud II gezeigte Lagenaufbeu des Nutzens be- 
steht aus der einseitig mit einer Kupferfolie (8) kaschierten 
starren Aussenlage (3) mit einer Trennut (4) auf der Innen- 
seite, der ira flexiblen Teil der Schaltung ausgesparten Ver- 
bundfolie (2) und einer einseitig mit einer Kupferfolie (10) 
kaschierten, flexiblen Aussenlage (l). Die Abbildungen III 
und IV zeigen den Nutzen nach Ausbildung der Leiterbilder und 
die Trennut (5) auf der Aussenseite der starren Aussenlage (3). 
Nach dem Konturenschnitt verbleibt die Leiterplatte (7) und der 
starre Teil (6) kann Uber dem flexiblen Teil herausgelbst 
werden Oder verbleibt als Versteifung bis nach dem Lotprozess auf 
dem flexiblen Teil. Die Positionierungsbohrungen (9) dienen zur 
Ausrichtung der Leiterbilder. 

Die Abbildungen V und VI zeigen ein Aus f uhrungsbei sp iel mit 
zwei starren Aussenlagen (13). In den Ausschnitt der Verbund- 
folie (12) ist zusStzlich eine Trennfolie (18) eingelegt, urn 
etwaigen Kleberaus tri tt auf den flexiblen Teil zu verhindern. 
Die Leiterbilder (16) auf den Innenlagen werden vor dem Ver - 
pressen ausgebildet. Die Ausrichtung der Leiterbilder (10) 
zueinander und zu den Nut en (14 und 15) erfolgt mit Hilf e von 
Positionierungsbohrungen (19). Die doppelseitige flexible Lage 
(11) ist zusatzlich mit Deckfolien versehen. 
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